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Titelbild: Leiterplatten von LeitOn – Zukunftstechnologien Made in Berlin

Die Berliner LeitOn GmbH entwickelt sich mehr und mehr zu einem Rundumdienstleister für Leiterplatten. Von 
günstigen Standard-Pool-Platinen bis zu Aluminium-, Dickkupfer-, Hybriden-, flexiblen- und starr-flexiblen Leiter-
platten bietet LeitOn vieles auch ab 12-Stunden Express und online kalkulierbar. Lesen Sie ab Seite 1878 in diesem 
Heft, wie LeitOn mit Investitionen Ihre Zukunft mitgestaltet.

www.leiton.de
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